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Was ist Green ICT innerhalb der FMD . FMD.Day
Green-ICT-Hubs und Usergroups v

Hub 1: Sensor-Edge Cloud

e Embedded Green Al

* Energy independent loT-Sensor nodes

* Multi-sensor platform

* Green Edge Computing and Edge cloud systems

Implementation into

new applications
ressource-aware
products
education

tailored for industrial
customers (startups,
SME, industry)

Validation Projects
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Green ICT Testbeds
Open GreenlCT Data Platform
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Hub 3 - Ressourcen-optimierte Elektronik-Produktion . FMD.iDay

Inhaltliche Ausrichtung

# Konzentration auf
Potentialberechnung far
Umweltverbesserungen in der
Mikroelektronikproduktion

7 Ressourcenoptimierung in den
Bereichen
% Prozessierung
# Reinraum und Infrastruktur
# Energiemanagement
% Materialieneinsatz
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FMD Reinraume in Deutschland

200 mm MEMS = ====—=————— ___. 4" Compound Materials
: 200 mm MEMS
i
i
F==*200 mm (Bi))CMOS
200 mm MEMS
200 mm CMOS/Si L 300 mm CMOS/SI
200 mm MEMS
200 mm CMOS/Si
. AU . B ——— 000 0 200 MEMS
150 mm SiC —
4" Compound
Maek DR AN 200 mm CMOS/Si
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optimierte
lon durch Materialersatz
Kommerzialisierbar



)

oweil wir uns nicht leisten konnen, sie weiter in
diesem Umfang in die Umwelt zu entlassen - mit
teilweise unbekannten Folgen, aber der
Sicherheit, dass sie uns Jahrzehnte oder
Jahrhunderte begleiten werde“ — Steffi Lemke




**** _ \Wunderwaffe der Chemiker, Albtraum der Okologen

) FMD.iDay "

Fluorine
Unsere \ l Elementen

Hydrogen Carbon
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PFAS - Wunderwaffe der Chemiker, Albtraum der Okologen FMD.iDay

TV-Programm Live Baldonli

-
) .

EXKLUSIV 23.02.2023

26 UERGIFTEN PFAS

ik, . o UNSEREZUKUNFT?

Streit um Chemikalien

Wie Bayer, BASF & Co fiir PFAS lobbyieren

Nach Recherchen von NDR, WDR und SZ kampfen mehr als 100
Industrieorganisationen gegen ein Verbot. | mehr

- i
¥

n""'n-_ i
L g -

11 Min.

Vergiften PFAS-Chemikalien

unsere Zukunft?
ARTE Info Plus

i : : PFAS sind besonders gefahrliche Chemikalien.
Jahrhundertgift: Warum wird es nicht verb:  \w.rumist es dann so schwierig, sie zu

o 3.4 Mio. Aufrufe » vor 11 Monaten verbieten?

= STRG_F @

Im bayerischen Alidtting dirfen die Menschen kein Blut mehr ar

Untertitel

VERGIFTET? |8
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The PFAS Restriction Proposal

Media Briefing
Brussels
7 February 2023
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FMD.iDay”

PRODUCT
MANUFACTURING

PFAS
PRODUCTION

WASTE
MANAGEMENT

PRODUCT
USE

ces 0@

Emissions: Exposure:

O 0080

Air Soil  Water Worker Consumer Biota
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Beispiel 1 - PFAS - Substituierung <@FMD.iDay23
Einsatz — in SAM ALD — SPTS MVD300 e

eine beliebte Anti-Haft
htung und Hydrophobierung
fur MEMS Device Oberflache
z.B. Einsatz von OTS, DMMA,

Parylene als Ersatz fur FDTS erproben
Alternative Materialien konnen von
der Industrie vorgeschlagen werden

y Forschungsfabrik Eine Kaoperation wvon
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Beispiel 1 - PFAS - Substituierung <@FMD.iDay23
Einsatz —in SAM ALD - SPTS MVD300 e

. W » FDTS ist eine beliebte Anti-Haft
| T e Beschichtung und Hydrophobierung
TP 5P 3T Ts P R der fiir MEMS Device Oberflache
ety RS EAON 0TS, DMMA,
9 Parylene als Ersatz fUr FDTS erproben
« Alternative Materialien kénnen von
\ =7 O der Industrie vorgeschlagen werden

r it T LSl S
- B ¢ > ¢ AT f
i ot s A ’
< s ‘ vy > 2
Z it P p =7 4
. B gl
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Beispiel 1 - PFAS - Substituierung lv FMD.iDay

Analyse der Ergebnisse

Analyse:
Bestimmung Hydrophobie (Kontaktwinkelbestimmung)

Hydrophil Hydrophob

< o Wasser Kontaktwinkel [

Abbildung 5 Kontaktwinkel nach Hydrophobierung

Voll Automatisierte Messung/Funktionstest auf Waferprobersystemen — voll Elektrisch und
auch Mechanisch

Parameter-Test, Mixed-Signal bis hin zu Schaltungstests

EKpt
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Mikroelektronik Zr h f
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Beispiel 2 - SF6 - EMFT

Angebote fur Industrie

PECVD-Prozess fur SiO2-Beschichtung, 150mm

Prozess lauft in Produktion

F-Verbrauch und Defektdichte (Partikel)

“FAN" Mischung im Vergleich zu SF6/N20

Summe of Particle Adder

25

20

\4&?4\

11.12.13. 14, 15. 16. 17. 18, 19. 20. 21. 22. 23. 24-25. 26.

. 28. 29,

"FMD.iDay

£

. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10.

SepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSepSep Okt Okt Okt Okt Okt Okt Okt Okt OktOkt

POR (SFg / N,O) |

leaning chemistry SoIvacIean®NO /N20 POR (SFs / N,0) Solvaclean®NO
F,-Gas used weight weight SFg Gas F, content F,in SFg
3 um SiO, onto 5 wafers: 17,1¢g 34,4g 6,0g 269¢g
onto 10.000 wafers: 34,1 kg 68,8 kg 12,1 kg 53,7 kg
5 cylinders of FAN "NO": 11,0 kg

Gas weight factor: 2,0

Factor for F,: 4,4

Seite 13 14.09.2023
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Beispiel 2 - SF6 - EMFT l

Angebote fur Industrie

Y FMD. Day

WYualcoamm
We're co ‘
i owconog » Enf?eﬂ[f’ffdf? - Menge kg Gas kg Gas
eenhouse gas emissions from our globa ‘:.:?S Oy 22
o O Grosthosse mCundaries s and each o s FAN >0
75% in Munich 50% in Singapore . .
g e 10.000 Wafer 34,1 68,8
CO2-Eq [kg] 460,4 148.174,6
210.000 Wafer/a 716,1 1444.8
CO2-Eq [kg] 9.667 3.111.666
CO2-Eq [t] 10 3.112
Einsparung von CO,-EQ — Beispiel RF360-Qualcomm Quelle: Qualcomm Munchen und eigene Abschatzung am EMFT
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Beispiel 3 - Seltene Erden — Cer Ersatz 4’@FMD.iDay23

Slurries auf Siliziumoxidbasis

Slurries auf Siliziumoxidsbasis sollen Cer
Slurries ersetzen

Abbau seltener Erden ist okologisch, ethisc|
fraglich

Oxid des Stoffs steht unter verdacht
Krebserregend zu sein (REACH rolling
review)

Vergleich von Selektivitat und Oxidabtrag

. . . . . . . y Forschungsfabrik Kooperation von
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Beispiel 3 - Seltene Erden - Cer Ersatz
Slurries auf Siliziumoxidbasis

sy

Industrieaquivalente 300 mm Plattform
CMP-Testwafer fur 2x nm Technologie
CMP-Testwafer fur breite Produktpalette

(Foundrybusiness)
Detaillierte Charakterisierung an groBer Zahl

(93]

B

oxide removal/a.u.
&S] [¥%]

=

o

von Messpunkten

Statistik fur Produktionseinfuhrung
Datenbasis fur Six Sigma Fertigung
(automotive)

<@FMD.iDay23

oxide removal

low speed low speed low speed med speed med speed med speed hlgh speed h|gh speed h|gh speed
low pressure high  low pressure high  low pressure high
pressure pressure pressure pressure pressure pressure

speed & pressure setup

BMCerial mCeria2 mSilica

Seite 16 14.09.2023 Marco Kircher, Fraunhofer IPMS - Dresden
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Beispiel 3 - Seltene Erden — Cer Ersatz 4’@FMD.iDay23

Slurries auf Siliziumoxidbasis

selectitivity
1000

Industrieaquivalente 300 mm Plattform

CMP-Testwater fur 2x nm Technologie g

CMP-Testwafer fur breite Produktpalette :

(Foundrybusiness) £

Detaillierte Charakterisierung an grofBer Zahl I I I I I I I I I
von Messpunkten :

low speed  low speed low speed med speed med speed med speed high speed high speed high speed

Stat|5t|k fur PrOdUkt|On5e|nfUhrung o pressare pressure pr:Isgwhre o pressure pressure pr:gre o pressure prgﬁre pr:;gsuhre
: . : . . speed & pressure setu

Datenbasis fiir Six Sigma Fertigung peec e P

(automotive)

o

selectivity oxide/nitride
(=]

mCeria1 mCeria 2 mSilica
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Kommerzialisierung

Seite 18 11.09.2023

Romy Zschiedrich, Leiterin FMD-Unternehmenskommunikation

FMD.iDay

Apple erstellt jedes Jahr einen Environmental Progress Report

Climate Change

Achieve carbon neutrality
for our entire carbon
footprint by 2030,

and reach our science-
based emissions

Resources

Use only recycled and
renewable materals in our
products and packaging, and
enhance material recovery

Smarter Chemistry
e,

Drive comprehensive
reporting of chemicals used
in our supply chain to make
our products

Die GroBen Halbleiter Fabs haben sich ambitionierte Ziele zur
CO2 Neutralitat gesteckt. Immer

Google <)
Sept 2020: all carbon
emissions neutralized

’

' Microsof

amazon Qualcomm

Al least 50% of suppliers Net-zero emissions  Emissions cut 75%  Carbon negative by 2030, Net-zero emissions Net-zero scope
report GHG emissions across supply chain by 2030 across actively removing more carbon by 2040. $2bnfund to 1, 2, and 3 emissions
reduction targets by 2030 supply chain dioxide from the atmosphere  help cut emissions by 2040
2020 2030 2040
Semi- . — >
conductor Projects overall carbon Reduce absolute scope 1 10% reduction in Pledged to reach net zero
footprint will grow and 2 GHG emissions 50% absolute Scope 1 and 2 emissions by 2050, 20
through 2025 by 2025 from 2018 levels carbon emissions years behind Apple's target
-~ .". .
ASML <77 intel tsiric
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Kommerzialisierung

<@FMD.iDay23

Ganzheitliche Bilanzierungsangebote — Vorhersagbare Effekte
>>Un|que Sel |mg POIth << Kostendruck ist eminenter Faktor in Chipfabrikation —
in RiChtUﬂg der |ndUStrie Okobilanzen erhalten finanzielle Bedeutung

Externalisierung von Risiko, Fertigungslinien werden nur mit
Vielversprechenden Losungen strapaziert

Aktuelle C02 Bepreisung wird nur

Materialienhersteller haben steigenden Bedarf zur

ein Anfang sein Materialevaluierung

Zertifikate Handel

y Forschungsfabrik Eine Kaoperation wvon
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Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

v '
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Quellen 1 greenict.connect

https://www.awwa.org/Resources-Tools/Resource-Topics/PFAS 06.09.23

Picture Timeline :presented by McKinsey & Company at 2022 ASMC

2023 Environmental Report Apple
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